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报刊专栏 
 

 

 

 

 

早前美国前国务卿基辛格接受西班牙《世界报》访问时表示，中美如爆发「新冷战」将对全球影响较

第一次更危险，因当时苏联拥有的经济资源不能与今天与世界经济密不可分的中国比较。可是，中美

脱钩相信已成为当今美国两党共识，观察美国总统拜登就任至今举措，着意在各大领域对华施压（例

如科技及金融），迫使中国孤立于全球。中国态度上亦转向敢于迎战，全球面对逆风可能性愈来愈高。 

 

根据《2022 年世界知识产权报告》中指出，2021 年专利申请增幅最大是亚洲，首 3 位是中国、韩国

及印度。而中国有效专利数量达 360 万件成为世界第一，第二名是美国（330 万件）。话虽如此，美

国近年多次在公开场合及不同国际组织指控中国盗取美国科技，当中对华「芯片围堵」最受关注。例

如中国使用有关人工智能算法的芯片有 95%以上是由美国半导体公司设计，并在关键领域上美国拥有

不可替代地位。美国商务部在去年 10 月修订人工智能和半导体技术对华出口政策，禁止向中国出口

并阻止中国自行制造或从其他地方购买，包括禁止中国获得美国芯片设计软件、制造设备及组件。 

 

有见及此，中国选择了自主研发及生产之路。《数字中国建设整体布局规划》中指出，通过基建及资

源体系两大基础，目标到 2035 年时数字化发展水平进入世界前列。同时成立官方机构及厘清职能以

准备各项挑战，例如成立国家数据局及中央科学技术委员会，负责监督及加强行业监管，更好地统筹

攻坚克难，加快实现高技术水平科技自立及自强。以上操作扎实对上中下游控制，并向大型国企及民

企行业龙头，掌握它们在数字价值链中关键环节的操作。理顺监管后，市场普遍认为扭转了近年网络

政策及行业监管方针，预期更多「绿灯」及为国际竞争提供更多支持。 

 

中美在科技竞赛中前仆后继，并料在财政及货币政策上大力支持，将有利中美科技企业未来盈利表现，

但注意避险投资于两国交迭的企业。投资策略上以「硬件为先」，受惠行业包括半导体（芯片设计及

集成设备等）、新能源设备（锂电池及设备等）及电讯（光缆、基站天线及主要设备等）。 

 

共勉之。 

 

以上信息由东亚银行首席投资策略师李振豪先生提供 

 

 

中美科企受惠两国科技竞赛 

转载自 2023 年 4 月 24 日 《etnet.com》 
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重要声明 

 

本文件由东亚银行有限公司（「东亚银行」）编制，仅供客户参考之用。其内容是根据大众可取得并有理由相信为可靠资料制作而成，惟

该等数据源未经独立核证。 

 

此文件中的一切资料只供一般参考用途，有关资料所表达的预测及意见并不构成任何投资的要约或有关要约的招揽、建议、投资意见或保

证回报。本文件所表达的信息、预测及意见以截至发布之日期为依据，可予修改而毋须另行通知。有关数据未经香港证券及期货事务监察

委员会、香港金融管理局或任何香港监管机构审核。 

 

以上文章只反映作者的观点，并不代表东亚银行立场，东亚银行对本文件内有关资料的准确性及完整性或任何所述的回报并不作出任何代

表或保证、陈述或暗示及对有关资料所引致的任何问题及/或损失（不论属侵权或合约或其他方面）概不负责。投资涉及风险，投资产品之

价格可升亦可跌，甚至变成毫无价值。投资产品之过往业绩并不代表将来表现。阁下在作出任何投资决定前，应详细阅读及了解有关投资

产品之销售文件及风险披露声明，并应谨慎考虑阁下的财务情况，投资经验及目标。 

 

投资决定是由阁下自行作出的，但阁下不应投资任何产品，除非中介人于销售该产品时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、 投资经验及

目标后，该产品是适合阁下的。 

本文件是东亚银行的财产，受适用的相关知识产权法保护。未经东亚银行事先书面同意，本文件内的数据之任何部分不允许以任何方式

（包括电子、印刷或者现在已知或以后开发的其他媒介）进行复制、传输、出售、散布、出版、广播、传阅、修改、传播或商业开发。 


